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k un circuit extfirieur. une entr6e-sortie traversant la cage de Faraday et relifie 61ectriquement au point de connexion, une base (3) 
foimant une face du bolder, la surface ext^rieure de la base formant une surface de montage destinfe k etre appliqu6e sur le circuit 
ext^eur, le point de connexion 6tant p\ac6 sur la surface de montage, de sorte que le point de connexion est p\ac6 entre la cage de 
Faraday et le circuit ext^eur lorsque le boitier est mont6 sur le circuit ext^rieur. Linvention s* applique aux boitiers hyperfr^quences 
utilises dans les domaines de ravionique. des t^l^ommunications, du spatial. 
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Boltier hyperMquence k montage de surface et montage 
correspondant avec un circuit multicouche 

La prSsente invention conceme un bofUer hyperfrdquence d 
montage de suiface et un tel boltier montd sur un circuit multicoudie. Elle 
s'applique notamment aux bottlers hyperfr^quences utilises dans les 
domalnes de Tavionique, des t6l6communications, du spatial. 

5 Les composants iiyperfrSquences sont g6n6ralement places dans 

des boWers, appelds boTtiers tiyperfr^quences, dont une fbnction est de 
protdger les composants de i'environnement diectromagndtique extdrieur et 
d'dviter la propagation de modes parasites ^ rintSrieur. A cet effet, ie volume 
int6rfeur des boTtiers hyperfr6quences est entour6 d'une surface conduclrice 

10 fomiant une masse, les dimensions d'un bottler 6tant infdrieures une demi 
longueur d'onde (de I'ordre de 70mm pour une frequence de 20GHz). Les 
boTtiers liyperiinSquences ont pour autre foncbon de protSger les composants 
de i'environnement ptiysique extSrieur, notamment de I'tiumidrtd. A cet effet, 
les boltiers sont ferm6s de manidre Iierm6tique, un gaz neutre 6tant enfermd 

15 dans Ie boltier. 

Afin de rdaliser des foncHons hyperfr^quences, il est h^cessaire 
dinterconnecter diffSrents composants hyperfirSquences, de les alimenter et 
de les commander par des signaux tiasses frequences, les diff^rents 
composants §tant places dans des boTOers difF6renfs. 

20 II est connu d*utiliser des boTtiers hyperfrSquences dits "Planar 

Pack" dans la Iitt6rature anglo-saxonne. Un boTtier "Planar Pack" comprend 
un element en c6ramique et une feuille m^tallique grav^e, dite "Lead Frame" 
dans la littdrature anglo-saxonne. L'6l6ment en c^ramique a g6n6ralement 
une base en fbnme de U, et est fermd par un couverde bras6 sur cette base 

25 pour assurer I'hemidticitd. Un composant hyperfrdquence (puce nue par 
exemple) peut etre plac6 dans r^lSment en cdramique. Une surface de 
rei^ment en cdramique est dor^e pour former une masse. La base en U est 
port6e par la feuille m^tallique grav^e. Cette feuille mdtailique comprend des 
lignes miorostrip pour acheminer les signaux hyperfr^quences jusqu'au 

30 composant hyperfirdquence, et des lignes pour acheminer les signaux basses 
frequences (alimentation, commando). 
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Cependant, les lignes hyperfrdquences rayonnent dans le demi- 
espace dSlimit^ par la feuille mdtallique ("Lead Frame") du c6t6 de r^l^ment 
c6ramique. Ced entraThe des couplages 6leclromagn6tiques parasites entre 
rentrSe et la sortie hyperirdquence d*un mfime bollier d'une part, et entre des 
5 boltiers voisins d^autre part. 

Afin d'^viter ces couplages parasites, il est connu d'ajouter des 
parois m^talliques autour des lignes microstrip. Cependant cette solution est 
trds ondreuse du fait de rutilisation de puces nues qu'il est n^cessaire de 
tester au prdalable. De plus, les parois mdtalliques oocupent un volume 
10 important et leur installation ndoessite des operations manuelles. De plus, 
cette solution est difficile d mettre en oeuvre pour des gammes de frequences 
eiev^es, car les frequences augmentant, les dimensions caracteristiques 
diminuent. 

Uinvention ^nse d rdsoudre ces inconveniente. Un but de 
15 rinvention est de rdaliser des entrees-sorties (iiyperfrequences et basses 
ftequenoes) dans des t)oTfier8 hyperfrdquences, en e^ntant tout couplage 
eiectromagnetique parasite, et ce de maniere simple. 

A cet effet, invention a notamment pour objet un bollier 
hyperfrequence k montage de surface, deiimitant un volume interieur, 
20 comprenant au moins : 

- une cage de Faraday fbnmee par une surfiace conductrice entourant le 
volume interieur, 

- un point de connexion place e I'exterieur de la cage de Faraday, le point 
de connexion etant destine e etre relie eiectriquement A un circuit 

25 exterieur, 

- une entree-sortie traversant la cage de Faraday et reliee eiectriquement 
au point de connexion, 

- une base formant une face du boltier, la surface exterieure de la base 
formant une surface de montage destinee e etre appliquee sur le circuit 

30 exterieur, le point de connexion etant place sur la surface de montage, de 
sorte que le point de connexion est place entre la cage de Faraday et le 
circuit exterieur lorsque le boltier est monte sur le circuit exterieur. 

Ainsi, I'entree-sortie est confinee entre une face du boltier d'un 
cOte, et le circuit de I'autre cdte. Les rayonnements dans le demi-espace sent 
35 an-etes par le boTtier lui-mdme. 
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Uinvention a aussi pour objet un montage comprenant un tel 
boTtier et un circuit multicouche, le boltier 6tant montd sur le circuit 
multicouche, le circuit muiticoudie comprenant au moins un plan de masse 
conducteur, un trou m6tallis6 est rSalisd dans le circuit multicouche en regard 
5 du point de connexion du boltier, de mani^re A acheminer le signal d travers 
le plan de masse vers une piste du circuit. 

Ainsi les lignes en surface sont supprimdes et remplac^es par des 
pistes du circuit multicouche. 

Selon un mode de r6alisation avantageux, les pistes du circuit 
10 multicouche sont plactes entre deux plans de masse. De cette fa^on, 
I'implantation de la carte Stent prSvue pour que le signal reste en mode 
stripline (par rintermSdiaire d'un trou mdtallisd), on maintient la quality de son 
blindage. 

Selon un mode de realisation avantageux, le point de connexion 
15 est relid d rentrde-sortie par une liaison droite, la liaison dtant 
perpendiculaire au circuit extdrieur lorsque le boTHer est montd dessus. 

Selon un mode de rdalisation avantageux, le point de connexion 
est form6 par une bille de signal conductance, le boTtier comprend en outre 
une structure coaxiale bllndant le point de connexion, la structure coaxiale 
20 dtant fomnSe par des billes de masse, conductrices, relides Slectriquement d 
la cage de Faraday, placSes autour de la bille de signal. 

Selon un mode de realisation avantageux, un composant est plac6 
dans le volume intdrieur du boTtier, le composant 6tant ports par un radiateur 
formant une face de boitier, le radiateur Stent opposS d la face portent la 
25 surface de montage. 

L'inventaon a pour principaux avantages qu'elle permet, par 
rapport d un c§blage direct sur un circuit, de dSmonter fadlement le boTtier 
(car celui-ci est k montage de surface) pour rSaliser des tests par exemple. 
De plus, les transitions Stant verticales (perpendiculaires au plan du circuit), 
30 le boTtier selon Tinvention peut §tre utilisS dans des applications larges 
bandes. 

Selon un mode de rSalisataon avantageux, les points de contacts 
sont fonmSs par des billes conductrices. Ced penmet de rSaliser les brasures 
simplement et de maniSre fiable, la distance entre le circuit et le boltier Stant 
35 liSe au diamStre des billes. De plus, le dSmontage du boltier peut se faire en 
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envoyant un jet d'air chaud sous le boltier, ce qui ne serait pas possible si le 
boWer 6\aSlt colld par exemple. 

D'autres caractdrisliques et avantages de IMnventlon apparaltront 
d la lecture de la description dStaiilde suivante pr6sent6e d titre d'iliustration 
5 non limitative et faite en r§fdrence aux figures annex6es, sur lesqueiles : 
- les figures 1 ^ 3, un exemple de mise en oeuvre de I'invention avec un 
boltier dans une configuration "lace up" ; 

- les figures 4 d 7, un autre exemple de mise en oeuvre de invention 
avec un botUer dans une configuration "face down". 

10 

On se rdf^re maintenant aux figures 1 d 3 sur lesqueiles est 
repr6sent6 un exemple de mise en oeuvre de Tinvention, avec un bollier de 
type "face up", c'est d dire dont le ou les composants hyperir^quences sent 
places sur la parol du bottler qui est destin^e A §tre montte sur le circuit 
15 extSrieur. 

|je boTUer 1 penmet de delimiter un volume intdrieur la. Une base 
3 forme une paroi du boTtier. La base est destin^e d §tre mont6e sur le circuit 
extSrieur 6. La base 3 peut §tre un circuit imprim^ comprenant deux couches 
conductrices. Bien entendu, le circuit imprim6 formant la base peut 

20 comprendre un nombre dHKrent de couches conductrices. Le circuit formant 
la base 3 peut dtre rdalisd en utilisant un mat^riau isolant. de pr^fSrence 
organique. Ce matdriau isolant peut §tre mStallis§ par du Cuivre par exemple 
pour former les deux couches conductrices. En d'autres tenmes, le circuit 
comprend une ^paisseur de mat^riau isolant 3d, sur laquelle sent d6pos6es 

25 des couches conductrices de part et d'autre de I'^paisseur isolante. 

La premiere couche conduclrice forme une face int^rieure du 
bottler 1. Cette couche comprend des surfiaces conductrices 3a, 3b, 3c 
gravtes par des procddds connus de Thomme du metier. 

La seconde couche conductrice peut former une face ext^rieure 

30 du boTtier (dans cet exemple). Elle comprend essentiellement une surface 
conductrice unique 3e. Cette surface conductrice 3e recouvre presque 
entidrement toute la surface de la base 3 en formant une masse. Cette 
masse est desGnte d dtre relide diectriquement au circuit extdrieur 6. 

Le bottler comporte en outre une structure conductrice 4, 5 qui 

35 forme avec la surface 3e, une cage de Faraday entourent le volume intSrieur 
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la du boltier. Le volume int6rieur 1a est ainsi prot6g6 centre les 
perturtoaUons diectromagndtiques extdrieures. La stmcture conductrice peut 
6tre fbrmSe par un capot m^tallisd. Selon une variante de rdalisation, la 
structure oonductrioe peut (comme reprdsentS sur la figure 1) fitre formde par 

5 des murs mStalliques 4 recouverts par une plaque mdtallique 5. La plaque 
rndtallique 5, les murs 4, et la base 3 peuvent etre bras^s. 

Un composant hyperfrSquence 2 est montde dans le bottler 1 . La 
masse du composant est en contact avec une surfiace conductrice 3b de la 
couche Int^rieure de la base 3. Le composant hyperfrSquence peut dtre une 

10 puce nue par exemple. Cette puce peut §tre bras6e ou collde avec une oolle 
conductrice, de pr6f6rence bras6e, sur la surface conductrice 3b. La surface 
conductrice 3b est relive ^lectriquement d la couche ext^rieure 3e (voir figure 
3) par un ou plusieurs, de pr6f6rence plusieurs, trous m^tallis^s 7b. On 
realise ains! une masse hyperfr6quence. Avantageusement, les trous 

15 m6tallls6s 7b sont bouchds pour assurer rdtanchdttd du boWer 1 . 

Les entrSes-sorties hyperfingquences et basses frequences de la 
puce 2 sont relives d des pistes 3a de la couche intSrieure de la base 3, par 
exemple avec des fils conducteurs 9. Chaque piste 3a est relive 
eiectriquement d un disque 30 (voir figure 3) de la couche extSrieure de la 

20 base 3. Cette liaison dlectrique est rdalis6e par des trous m6tallis6s de signal 
7a et 7c, traversant la base 3, acheminant respeciivement les signaux 
hyperfr^quences et les signaux basses ftiSquences. Avantageusement, les 
trous metallises 7a et 7c sont bouch6s pour assurer P6tanch6ite du boTtier 1. 
Les disques 30 sont isoles eiectriquement de la couche conductrice 

25 exterieure 3e. A cet effet, des evidements 31 sont realises dans la couche 
conductrice 3e. 

Selon un premier mode de realisation, les disques 30 fonment des 
points de connexion du boltier 1. Ces points de connexion sont destines k 
§tre relies eiectriquement directement au circuit exterieur 6. Les liaisons (non 
30 representees) entre le circuit exterieur 6 et les points de connexions peuvent 
se iaire par brasure ou collage. 

Selon un mode de realisation avantageux (voir figure 1), des billes 
conductrices 8a sont places en contact avec les disques 30. Ces billes 
conductrices 8a font parBe int6grante du boltier. Elles ferment alors les points 
35 de connexion du boTtier d la place des disques 30. Les billes conductrices 8a 
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peuvent fitre des biiles cP6lain-plomb par exemple. Elles prdsentent 
ravantage de ne pas se d^fbrmer lors du montage du boTtier sur le circuit 
extdrieur 6, ce qui permet de maTtriser la distance entre le boWer 1 et le 
circuit 6. Les biiles 8a peuvent §tre brasses ou colldes, de pr^f^rence 
5 brasses, sur le circuit 6. 

La couche conductrice int^rieure peut comprendre une surface 
conductrice 3c. La surface conductrice 3c est relive ^iectriquement avec la 
couche conductrice extdrieure 3e par des trous m6tallls6s, de pr^fdrence 
bouchds. Avantageusement ces trous m6tallis6s sent rdpartis selon un 
10 maillage rSgulier. Selon un mode de realisation avantageux de I'invention, les 
pistes conductrices 3a destinies ^ transmettre des signaux hyperfr^quences 
sent plac^es dans des 6videments 20 de la surface conductrice 3c, de sorte 
k blinder ces pistes dans le plan de ces pistes (couche intdrieure). 

18 Selon un mode de realisation avantageux, des trous metallises de 

masse 21 relient eiectriquement la surface conductrice interieure 3c avec la 
couche conductrice exterieure 3e, Avantageusement ces trous sont bouches 
pour assurer I'6tanch6it6 du border 1 , lis sont r6partis en p6riph§rie des trous 
metallises de signaux hyperfrequences 7a. De cette maniere, on realise un 

20 blindage hyperfirequence dans I'epaisseur de la base 3, c'est d dire dans 
repaisseur isolante 3d. Avantageusement, ces trous metallises sont au 
molns au nombre de trois par trou metallise de signal hyperfrequence 7a. lis 
sont de preference r6partis sur 360** de manl6re d fomner un blindage 
complet. 

25 Selon un mode de realisation avantageux, des biiles conductrices 

de masse (non representees) sont placees d la sortie des trous metallises de 
masse 21 . Ces biiles conductrices font pariiie iniegrante du bortier 1 . De cette 
maniere, on forme une structure coaxiale qui blinde les connexions entre 
i'entrge-sortie hyperfirequence et le circuit 6. En d'autres temnes, on realise 

30 un blindage au niveau de la connexion elle-meme, c'est d dire dans Tespace 
compris entre le boltier et le circuit 6. 

D'autres biiles conductrices 8b, fiaisant parb'e Integrante du bolUer 
1, peuvent dtre placees pour relier eiectriquement la surfoce conductrice 3e 
avec la masse du circuit 6. Ces biiles conductrices 8b ne sont pas 
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n^oessairement dans le prolongement des trous m^tallis^s 32 formes dans 
la base 3. 

Avantageusement, le diamdtre des billes (de masses et de signal 
hyperfrdquence), le diamdtre des trous mdtallisds, la distance entre une bllle 
5 de signal et les billes de masses Tentourant, et le nombre de billes de 
masses, sont d6termin6s pour obtenir une impedance contrOl^e, par 
exemple de 50 Ohm. 

Le circuit 6 sur lequel est destind d dtre montd le bollier peut dtre 
10 un drcuit multicouche. Le circuit 6 comprend au moins un plan de masse 
conducteur 6a. Un trou m6tallis§ 10a est r6alis6 dans le circuit multicouche 
en regard de point de connexion 8a du boTtier 1, de sorte A acheminer le 
signal d travers le plan de masse conducteur 6a. Le signal arrive par 
rintermddiaire du trou m§tallis6 10a d une piste 11 par exemple, la piste et le 
15 plan de masse fomfiant une structure permettant de faire propager un signal 
hyperfirSquence. 

Selon un mode de realisation avantageux, le circuit comprend un 
second plan de masse conducteur 6b place sous la piste 11. En d'autres 
termes, le circuit 6 comprend deux couches de masse hyperfr^quence 6a, 6b 

20 entre lesquelles se propage un signal hyperfrSquence. On forme ainsi une 
structure blindde. 

Selon un mode de realisation avantageux, une partie du signal 
etant acheminSe entre les plans de masse 61 et 6b, on realise au moins une 
connexion avec une autre couche du circuit 6 piac^e sous le plan de masse 

25 6b. On peut ainsi propager des signaux hyperfrequences dans des couches 
diffiSrentes 11. 12 du circuit 6. 

Avantageusement, un troteldme plan de masse 6c est place sous 
la couche 12. Bien entendu, le drcuit multicouche 6 peut avoir une 
configuration difFSrente. II peut comporter davantage de plans de masse et 

30 davantage de couche propageant des signaux hyperfrequences ou basses 
frequence. 

Les billes de masse du boltier sont de preference reliees au plan 
de masse 6a. Elles peuvent aussi dtre reliees aux autres plans de masses 
par des trous metallises. 



wo 2004/057670 




/EP2003/050964 



8 

Selon un mode de realisation avantageux, les plans de masses 
conducteurs du circuit sent reiids entre eux par des trous metallises 10b. On 
forme ainsi un blindage hyperfrequence dans repaisseur du circuit. 

5 On se refdre maintenant aux figures 4^7 sur lesquelles est 

represents un exemple de mise en oeuvre de invention, avec un bottler de 
type "face down", c*est d dire dont le ou les composants hyperfrequences 
sont places sur une parol du boTtier en regard de celle destinee d etre 
montee sur le circuit exterieur. Cette configuration est utilise pour les 

10 composants hyperlrequence devant dissiper de la chaleur (amplificateurs par 
exemple). 

Le boltier 40 permet de delimiter un volume interieur 1a par 
rapport d i*exterieur 1b. II comprend essentiellement un capot 41, 42 place 
sur une base 45, 47. Le capot comprend essentiellement un radiateur 41 

15 forme par une plaque rectangulaire, sous lequel est place un cadre superieur 
42. La base comprend essentiellement un cadre inferfeur 45 sous lequel est 
place une plaque rectangulaire 47. Lorsque le capot est sur la base, le cadre 
superieur et le cadre inferieur sont superposes. La surface exterieure de la 
base forme une surface de montage, destinee ^ §tre montee sur le circuit 

20 exterieur (non represente). 

Le radiateur 41 est une pidce pouvant dissiper de la chaleur, de 
preference en materiau eiectriquement oonducteur non organique, tel que du 
metal, par exemple en Cuivre. Un composant hyperfrequence 2, tel qu'une 
puce nue, est relie par sa masse au radiateur. Cette liaison entre le 

25 composant hyperfrequence et le radiateur peut 6tre realises par brasure. 

Le cadre superieur 42 (voir figures 4 et 5} est place sous la lace 
interieure du radiateur 41. La peripheric exterieure 42b de ce cadre, rendue 
conductrice par exemple par un depat metallise, affleure avec celle du 
radiateur 41 . Le cadre 42 comprend une epasseur eiectriquement isolante 

30 42a, par exemple en materiau organique. Une couche eiectriquement 
conductrice 43 est deposes sous repaisseur isolante 42a. Par consequent, la 
couche conductrice 43 recouvre la surface du cadre opposes au radiateur 
41. 

Le cadre inferieur 45 (voir figures 4 et 6) est place sous le cadre 
35 superieur 42. La peripheric exterieure 45d de ce cadre, rendue conductrice 
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par exemple par un d6pdt m^tallisd, affleure avec celle du radiateur 41 et du 
cadre 8up6rieur 42. Ces peripheries extdrieures forment les surfaces 
extdrieures latdrales du boltier 40. Le cadre 45 comprend une dpaisseur 
isolante 45a, par exemple en matdriau origanique, sur laquelle sent ddpostes 

5 de part et d'autre deux couches conductrices 44, 46, une premiere couche 
conductrice 44 6tant en contact avec la couche conductrice 43 du cadre 
supSrieur 42, la seconde couche conductrice faisant face au circuit ext6rieur 
6 lorsque le bo1tier40 est mont6 dessus. La seconde couche conductrice 46 
comprend une surEace 46b, formant une masse, recouvrant presque 

10 entidrement la surface du cadre sur laquelle elle est appliqude (voir figure 6). 
La couche conductrice 46 fait partie de la surface de montage. 

La plaque 47 a sensiblement la m3me surface que le radiateur 42. 
La plaque 47 est plac6e dans la partie inferieure du cadre inf^rieur (voir 
figure 4). La surface exl^rieure de la plaque 47 fait partie de la surface de 

15 montage. Au moins une surface de la t>ase 47 est conductrice, la base 6tant 
mdtallique ou m^talliste. Cette surface forme une masse destln§e d dtre 
relive Slectriquement avec le circuit ext^rieur (non repr^sent^). 
Avantageusement, cette surface est la surface de montage. 

Une surfiace conductrice, faisant partie int^grante du boTtier, 

20 entoure le volume int^rieur 1a, fomnant ainsi une cage de Faraday. Dans cet 
exemple, la surface conductrice est fonmde par le radiateur 41, la base 47 
(mdtallisS ou mStallique), la p6riph6rie ext^rieure 42b, 45b des cadres 
superposes, et la surface 46b de la couche 46 faisant face au circuit. 

On se r^f^re maintenant d la figure 5. Les entrees-sorties 

25 hyperfrdquences et basses frequences de la puce 2 sent reliees d des pistes 
43a formees dans la couche conductrice 43. liaison peut dtre realises 
avec des fils conducteurs 9. De preference, repaisseur du cadre 41 est 
prevue pour que ces liaisons par fils soient les plus courtes possibles, ce qui 
est le cas lorsque la surface active de la puce est dans le plan de la couche 

30 conductrice 43. La couche conductrice 43 peut comprendre une surface 43b 
recouvrant presque entidrement repaisseur isolante 42a. Des evidements 
sent pratiques d Pinterieur de la surface 43b pour I'isoler eiectriquement des 
pistes 43a. 

Des trous metallises 48 sont realises d I'interieur de repaisseur 
35 isolante 45a. Les treus metallises 48, de preference bouches pour assurer 
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rdtanch6it6, relient Slectriquement les pistes 43a de la couche 43 avec des 
disques 46a de la couche 46. Comme illustrd sur la coupe verHcale 
repn§sent6e figure 7, un trou mdtallisd 48 relie un disque conducteur 44a en 
haut du cadre inf^rieur avec un disque conducteur 46a en bas du cadre 

5 Inf^rieur. Le disque conducteur 44a du haut est en contact avec une piste 
43a. Des ^vldements r^allsSs dans la surface conductrice 46b permettent de 
llsoler diectriquement des disques 46a. 

Selon un premier mode de r§alisation, les disques 46a ferment 
des points de connexion du boTHer 40, de la mdme manidre que les disques 

10 30 formaient les points de connexion du boTtier 1. 

Selon un mode de realisation avantageux (voir figure 4), des billes 
conductrices 8a sont plac^es en contact avec les disques 46a, ces billes 
faisant parfie intdgrante du txsTtier. Elles ferment alors les points de 
connexion du t>o1tier 40, de la m§me manidre que pour le botUer 1 . 

15 Selon un mode de realisation avantageux, les trous mdtallis§s 

sont blind^s dans I'dpaisseur de la couche isolante 45a. A cet effet, d'autres 
trous metallises 49 peuvent etre realises k I'interieur de la couche isolante 
45a, de la mSme mani^re que les trous metallises 48. Les trous metallises 49 
penmettent de relier eiectriquement les surfaces 43b et 46b ferment des 

20 masses. De plus, la peripherie interieure 45c du cadre Inferieur peut dtre 
rendue conductrice, sauf aux endroits oQ elle entre en contact avec les pistes 
43a. 

D'autres billes conductrices 8b, faisant partie integrante du boTtier 
40, peuvent §tre placees pour relier eiectriquement la surface conductrice 
25 46b ainsi que la plaque 47 avec la masse du circuit exterieur (non 
represente). 

Le circuit exterieur peut §tre un circuit multicouche du lype de 
celui decrit en relation avec la figure 1. Le bottler 40 est monte sur ie circuit 
exterieur de la meme maniere que le boltier 1 . 
30 En I'absence de billes conductrices, la surface exterieure de la 

base 46, 47 femne la surface de montage du boltier. En presence de billes 
conductrices 8a, 8b, celles-d fonment la surface de montage 50 du boltier. 

Les substrats de resine epoxy ne conviennent pas pour les 
35 applications hyperfrequences. Avantageusement, les parties isolantes du 
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boitier sont r6alis6es avec un substrat hyperfir^quence, c*est A dire un 
substrat ayant une constante didlectrique contrGISe et une tangente de perte 
faible (pertes de puissance hyperfr6quence k travers le substrat). Le substrat 
hyperfrSquenoe peut 6tre par example un hydrocarbure chargd en fibres de 
venre et en poudre de silice, ou d base de teflon charge. 

Bien entendu, Unvention ne se limite pas d ces modes de 
realisations donnas d titre d'exemple. Le bottler selon Tinvention n'est pas 
nteessairement fbmnd avec des murs. On pounait remplacer les murs et le 
oouverde par une seule pidce formant un capot mdtallique co\\6. Le boitier 
selon I'invention n'est pas n6cessalrement une boite parall6l6pip6dique. Sa 
fonction est de rSaliser une interconnexion, de protdger un composant centre 
des agressions m6caniques, chimiques et d'6viter tout couplage 
diectromagnStique. Le boitier peut par exemple Stre form^ par une r^sine 
entourant le composant. 
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REVENDiCATIONS 

1. Boltier hyperfr^quenoe d^timHant un volume intdrieur, oomprenant au 
moins : 

- une cage de Faraday form^e par une surface conductrice entourant le 
volume intdrieur, 

5 - un point de connexion plaod d PextSrieur de la cage de Faraday, le point 
de connexion 6tant destine d §tre relid 6lectriquement d un circuit 
ext^rieur, 

- une entr6e-sortie traversant la cage de Faraday et relive diectriquement 
au point de connexion. 

10 caract6ris6 en ce que le boltier comprend en outre : 

- une base fbrmant une face du boTtier, la surface extdrieure de la base 
formant une surface de montage destin6e d 6tre appltquSe sur le circuit 
exl6rieur, le point de connexion 6tant plac6 sur la surface de montage, de 
sorte que le point de connexion est place entre la cage de Faraday et le 

15 circuit extdrieur lorsque le boltier est montS sur le circuit ext^rieur. 

2. BoTtier selon la revendication 1 dans lequel le point de connexion est reiid 
d I'entr^e-sortie par une liaison droite, la liaison dtant perpendiculaire au 
circuit ext6rieur lorsque le boltier est montd dessus. 

20 

3. Boltier selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes dans 
lequel le point de connexion est fbrm^ par une bille de signal conductrice. 

4. Bortier selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, dont la 
26 base est form6e au moins en partie par un mat6riau isolant recouvert d'au 

moins une couche conductrice, rentr6e-sortie 6tant fbrm6e par un trou 
mdtallisd traversant le matdriau Isolant. 

5. BoTUer selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes 
30 comprenant en outre une structure coaxiale blindant le point de connexion. 



6. Boltier selon les revendications 5 et 3 dans lequel la structure coaxiale est 
formde par des billes de masse, conductrices, relldes diectriquement d la 
cage de Faraday, placSes autour de la bille de signal. 
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7. Boltier selon la revendication 6 dans lequel les billes de masse plac^es 
autour de la bille de signal sent au moins au nombre de trois. 

5 8. Boltier selon la revendication 7 dans lequel les billes de masse sent 
r^parfies autour de la bille de signal sur 360*'. 

9. Boltier selon I'une quelconque des revendlcatlons pr^dentes dans 
lequel un composant est placd dans le volume inl^rieur du boltier, te 

10 oomposant 6tant port6 par un radiateur fbrmant une face du boTlier, le 
radlateur 6tant opposd d la face portant la surface de montage. 

10. Montage comprenant un bottler selon Tune quelconque des 
revendlcatlons pr6c6dentes et un circuit multicouche, le boTtier dtant montd 

15 sur le circuit multicouche, le circuit multicouche comprenant au moins un plan 
de masse conducteur, un trou m6ta!lis6 est rSalisS dans le circuit 
multicouche en regard du point de connexion du boTtier, de manifere d 
acheminer le signal d travers le plan de masse vers une piste du circuit. 

20 11. Montage selon les revendlcatlons 10 et 6 dans lequel les billes de masse 
du boTtier sent relives d au moins un plan de masse conducteur du circuit 
multicouche. 

12. Montage selon I'une quelconque la revendication 10 ou 11, comprenant 
25 un second plan de masse conducteur, les deux plans de masse 6tant de part 

et d'autre de la piste. 

13. Montage selon la revendication 10, 11 ou 12 dans lequel les plans de 
masses conducteurs du circuit sent reiids entre eux par des trous m6tallis6s. 
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